
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
導体に絶縁テープを巻き回し熱硬化性樹脂を含浸して絶縁を施したコイルを有する高電圧
機器において、前記絶縁テープが、

前記マイカ微細粒子相互および前記集成マイカと前記補強材とが前記ポリオレフ
ィン系合成パルプの溶融固化物 ことを特徴とする高電圧機器。
【請求項２】
ポリオレフィン系合成パルプが、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレンもしくは
ポリイソブチレンまたはこれらの混合物のパルプ状多分岐繊維からなることを特徴とする
請求項１記載の高電圧機器。
【請求項３】
導体に絶縁テープを巻き回し熱硬化性樹脂を含浸して絶縁を施したコイルを有する高電圧
機器において、前記絶縁テープが、マイカ微細粒子およびパラフィン粉末を含む集成マイ
カと補強材との積層体であって、前記マイカ微細粒子相互および前記集成マイカと前記補
強材とが前記パラフィン粉末の溶融固化物により接着された集成マイカテープからなるこ
とを特徴とする高電圧機器。
【請求項４】
集成マイカが、１００重量部のマイカ微細粒子および５～３０重量部のパラフィン粉末を
含むことを特徴とする 記載の高電圧機器。
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１００重量部のマイカ微細粒子に２～１２重量部のポ
リオレフィン系合成パルプを混抄した集成マイカと補強材とで構成され、前記集成マイカ
における

により接着されている

請求項３



【請求項５】
パラフィン粉末の大きさが、５０～７０メッシュであることを特徴とする 記載の
高電圧機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は高電圧機器に関し、特に絶縁テープおよび熱硬化性樹脂の含浸により絶縁を施し
たコイルを有する高電圧機器の絶縁テープの改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
高電圧機器、例えば高電圧回転機のコイルの絶縁用途には、優れた電気絶縁性および耐熱
性を有するマイカ微細粒子を湿式抄造機で抄造した集成マイカを基材とする集成マイカテ
ープが広く使用されている。この種の集成マイカテープは、抄造された集成マイカを紙、
ガラス布、ポリエステルフィルムなどの補強材にポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、シリ
コーン樹脂などの接着剤で接着したものである。
【０００３】
集成マイカテープ中のマイカ微細粒子相互の結合はマイカ中に含まれる結晶水によるもの
であるため結合力が弱い。このため、コイルへのテーピングなどの絶縁加工中にマイカが
剥離したり飛散しやすい。これを避けるために、接着剤を増量してマイカ微細粒子相互間
を接着したり、芳香族ポリアミド（アラミド）のフィブリッド（単繊維）をマイカ微細粒
子に混合して抄造することによりマイカ微細粒子を単繊維で捕捉することが行われている
。
【０００４】
しかし、接着剤を増量すると同一テープ厚ではテープ中のマイカ含有量が減少するため、
絶縁耐力および耐熱性能の面から好ましくない。また、接着剤を増量すると高電圧回転機
のコイルなどにテーピングした後に熱硬化性樹脂を真空加圧含浸処理する際に、樹脂の含
浸性が悪くなる。一方、アラミドフィブリッドを用いた場合、コイル導体を再生するため
の燃焼時にシアン化水素などの有害ガスが発生するため、コイル導体の再資源化の障害と
なっていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、テーピングなどの絶縁加工を容易に実施でき樹脂含浸性にも優れた絶縁
テープを用いることにより絶縁耐力および耐熱性能に優れ、しかも環境性の良好な高電圧
機器を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の高電圧機器は、導体に絶縁テープを巻き回し熱硬化性樹脂を含浸して絶縁を施し
たコイルを有する高電圧機器において、前記絶縁テープが、

前記マイカ微細粒子相互および前記集成マイカと前記補
強材とが前記ポリオレフィン系合成パルプの溶融固化物 ことを特徴
とするものである。
【０００７】
本発明の他の高電圧機器は、導体に絶縁テープを巻き回し熱硬化性樹脂を含浸して絶縁を
施したコイルを有する高電圧機器において、前記絶縁テープが、マイカ微細粒子およびパ
ラフィン粉末を含む集成マイカと補強材との積層体であって、前記マイカ微細粒子相互お
よび前記集成マイカと前記補強材とが前記パラフィン粉末の溶融固化物により接着された
集成マイカテープからなることを特徴とするものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
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請求項３

１００重量部のマイカ微細粒
子に２～１２重量部のポリオレフィン系合成パルプを混抄した集成マイカと補強材とで構
成され、前記集成マイカにおける

により接着されている



以下、本発明をさらに詳細に説明する。
【０００９】
本発明は絶縁テープおよび熱硬化性樹脂の含浸により絶縁が施されたコイルを有する例え
ば高電圧回転機などの高電圧機器を対象とする。
【００１０】
本発明において絶縁テープに用いられるマイカは、天然マイカでも合成マイカでもよい。
このうち天然マイカには硬質マイカと軟質マイカとがあり、硬質マイカには焼成タイプと
無焼成タイプがある。これらのマイカにはそれぞれ絶縁特性および耐熱特性などに特徴が
あるので、要求される熱的、電気的および機械的特性に応じて適宜選択することができる
。
【００１１】
本発明において絶縁テープに用いられる合成パルプとは、ポリエチレン、ポリプロピレン
、ポリブチレン、ポリイソブチレンなどを原料とするポリオレフィン系熱可塑性樹脂の繊
維を機械的または化学的に処理して、容積当りの表面積が大きいパルプ状多分岐繊維また
は不規則粒子に形成したものである。合成パルプは、カナディアン標準濾水度が２０～１
０００ｍＬの範囲のものが好ましい。
【００１２】
本発明において、合成パルプはマイカ１００重量部に対して２～１２重量部の割合で配合
することが好ましい。合成パルプの配合割合が２重量部未満であると、合成パルプによる
マイカ微細粒子の捕捉性、ならびに合成パルプの溶融固化物によるマイカ微細粒子相互お
よび集成マイカと補強材との接着力が低下し、マイカの剥離または飛散が起こりやすくな
る。合成パルプの配合割合が１２重量部を超えると、テープの気密度が高くなり、熱硬化
性樹脂の真空含浸処理時に樹脂
の含浸性が低下し、絶縁特性も低下するため好ましくない。
【００１３】
本発明において絶縁テープに用いられるパラフィン粉末は、融点が７５℃以上で、５０～
７０メッシュの大きさのものが好ましい。
【００１４】
本発明において、パラフィン粉末はマイカ１００重量部に対して５～３０重量部の割合で
配合することが好ましい。パラフィン粉末の配合割合が５重量部未満であると、パラフィ
ン粉末の溶融固化物によるマイカ微細粒子相互および集成マイカと補強材との接着力が低
下し、マイカの剥離または飛散が起こりやすくなる。パラフィン粉末の配合割合が３０重
量部を超えると、テープの気密度が高くなり、熱硬化性樹脂の真空含浸処理時に樹脂の含
浸性が低下し、絶縁特性も低下するため好ましくない。
【００１５】
本発明において絶縁テープに用いられる補強材としては、紙、樹脂フィルム、織布（クロ
ス）、不織布などが用いられる。補強材の材質および形態は、要求される機械的強度、絶
縁性、耐熱性などを考慮して選択される。例えば、ポリオレフィン系合成パルプによる接
着力を効果的に機能させるためには、有機繊維の織布または不織布からなる補強材を使用
することが好ましい。また、高い耐熱性が要求される場合には、ポリイミドフィルムなど
の耐熱性に優れたフィルムからなる補強材を使用することが好ましい。
【００１６】
集成マイカテープは集成マイカと補強材とを接着し、ロールに巻き取り、このロールを長
手方向に切断したものである。したがって、本発明における集成マイカテープには、ロー
ルを例えば２ｍ以下の長さに切断した集成マイカシートも含まれる。
【００１７】
本発明において用いられる集成マイカテープは以下のような方法により製造できる。まず
、粉砕されたマイカ微細粒子と合成パルプまたはパラフィン粉末とを分散したスラリーを
調製する。このスラリーから、丸網式または長網式の抄造機を使用して公知の方法で集成
マイカを抄きあげる。次に、集成マイカを補強材とともに積層し加熱加圧加工を施す。こ
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の加熱加圧加工は、一般に用いられているホットカレンダーなどが用いられる。この加熱
加圧加工中に、抄造した集成マイカ中に混在する合成パルプまたはパラフィン粉末の一部
または全部が溶融する。この結果、溶融後に固化した合成パルプまたはパラフィン粉末に
より、マイカ微細粒子相互が結合するとともに集成マイカと補強材とが接着する。
【００１８】
このようにして溶融固化物によりマイカ微細粒子を大きな結合力で強固に結合できるので
、テープ中のマイカの含有量を増大でき、マイカの特性を有効に発揮できるとともに、テ
ーピングなどの絶縁加工時におけるマイカの剥離や飛散をなくすことができる。したがっ
て、絶縁耐力および耐熱性能に優れた高電圧機器を提供できる。また、集成マイカテープ
に用いられる合成パルプまたはパラフィン粉末は窒素原子を含まず燃焼してもシアン化水
素などの有害ガスを発生しないので、コイル導体の再資源化に有利である。
【００１９】
【実施例】
以下、本発明の実施例を説明する。
【００２０】
実施例１
硬質無焼成タイプのマスコバイトマイカ１００重量部に対して平均繊維長１．０ｍｍ、濾
水度７００ｍＬのポリプロピレン合成パルプ３重量部を含むスラリーを調製した。公知の
長網式抄紙機を用いて、このスラリーからポリプロピレン合成パルプ混抄集成マイカを抄
造し、脱水乾燥した後、連続的に補強材であるポリエステルフィルムの片面上に積層し、
加熱加圧カレンダー処理して集成マイカテープを製造した。
【００２１】
図１に、得られた集成マイカテープを模式的に示す。この集成マイカテープ１は、マイカ
微細粒子４およびポリエチレン合成パルプ５からなる集成マイカ２とポリエチレンフィル
ム３との積層体である。マイカ微細粒子４相互および集成マイカ２とポリエチレンフィル
ム３とは、加熱加圧カレンダー処理により溶融固化した一部のポリエチレン合成パルプに
よって接着されている。
【００２２】
実施例２
硬質無焼成タイプのマスコバイトマイカ１００重量部に対して平均サイズ６０メッシュの
パラフィン粉末１５重量部を含むスラリーを調製した。公知の長網式抄紙機を用いて、こ
のスラリーからパラフィン粉末混抄集成マイカを抄造し、脱水乾燥した後、連続的に補強
材であるポリエステルフィルムの片面上に積層し、加熱加圧カレンダー処理して集成マイ
カテープを製造した。
【００２３】
従来例
従来例の集成マイカテープとしては、硬質無焼成タイプのマスコバイトマイカとアラミド
フィブリッド（単繊維）とを混抄した集成マイカとポリエステルフィルムとをエポキシ樹
脂を主成分とする接着剤で貼り合わせたものを用いた。
【００２４】
以上の実施例１、２および従来例の集成マイカテープについて、一般的な特性を表１に示
す。このうち、引張強さおよび絶縁破壊電圧（ＢＶＤ）はＪＩＳ－Ｃ２１１６にしたがっ
て測定した。
【００２５】
【表１】
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【００２６】
表１に示されるように、実施例１、２および従来例の集成マイカテープの厚さは平均値で
いずれも０．０６５ｍｍであった。また、実施例１、２および従来例の集成マイカテープ
はエポキシ樹脂などの接着剤を使用していないため、単位面積当りのマイカ量が多い。そ
して、実施例１、２の集成マイカテープは、引張強さが従来例と同等で、絶縁破壊電圧が
従来例よりも優れている。
【００２７】
以上の集成マイカテープを通常の方法で導体に巻き回した後、図２に示すように亀甲型の
絶縁コイル素線１１を作製した。このような亀甲型の絶縁コイル素線１１を複数積層し、
さらに集積マイカテープを巻き回した後、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂およびメチル
ヘキサヒドロ無水フタル酸を混合した含浸樹脂を用いて公知の真空加圧含浸処理を施し、
加熱硬化して、高電圧回転機用コイルを作製した。
【００２８】
この際、集成マイカテープの作業性を調べた。実施例１、２の集成マイカテープは十分な
曲げ強さを有し、作業性が良好であり、マイカ微細粒子の飛散も認められなかった。
【００２９】
実際に、ＪＩＳ－Ｋ６９１１にしたがって、集成マイカテープをシート状に切断して積層
板を作製し、真空加圧含浸に用いたのと同一の樹脂を含浸したものについて、曲げ強さを
測定した。その結果、実施例１では６０ｋｇ／ｍｍ２ 　 、実施例２では６２ｋｇ／ｍｍ２

　 、従来例１では５４ｋｇ／ｍｍ２ 　 であり、実施例１、２は従来例よりも曲げ強さに優
れていることが確認された。
【００３０】
また、加圧開始からの静電容量の経時変化に基づいて樹脂含浸性能を調べた。図３に試験
結果を示す。図３から明らかなように、実施例１および２は従来例と同等以上の樹脂含浸
性を示している。
【００３１】
さらに、以上のようにして形成された絶縁層について、ｔａｎδ－電圧特性およびｔａｎ
δ－温度特性を調べた。これらの試験結果を図４および図５に示す。図４から明らかなよ
うに、実施例１および２は従来例と同等のｔａｎδ－電圧特性を示している。また、絶縁
コイルにおいては、含浸樹脂が流れて絶縁層中にボイドが発生することが原因となって、
ｔａｎδが増大することが知られている。図５から明らかなように、実施例１、２の絶縁
コイルは、従来例と比較して、温度に対するｔａｎδの立ち上がりが小さく、含浸樹脂の
流れおよび絶縁層中でのボイド発生が抑制されており、良好な絶縁層が形成されているこ
とが確認できた。
【００３２】
【発明の効果】
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以上詳述したように本発明によれば、テーピングなどの絶縁加工を容易に実施でき樹脂含
浸性にも優れた絶縁テープを用いることにより絶縁耐力および耐熱性能に優れ、しかも環
境性の良好な高電圧機器を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１における集成マイカテープを模式的に示す断面図。
【図２】本発明に係る絶縁コイルを模式的に示す断面図。
【図３】実施例１、２および従来例の絶縁コイルの樹脂含浸性を示す図。
【図４】実施例１、２および従来例の絶縁コイルのｔａｎδ－電圧特性を示す図。
【図５】実施例１、２および従来例の絶縁コイルのｔａｎδ－温度特性を示す図。
【符号の説明】
１…集成マイカテープ
２…集成マイカ
３…ポリエチレンフィルム
４…マイカ微細粒子
５…ポリエチレン合成パルプ
１１…コイル
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